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Tecnologias de System in Package
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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Tecnologias de encapsulado
emergentes SiP y SoC

2. Ventajas de las tecnologias SiP

3. Retos y limitaciones de las
tecnologias SiP

4. Componentes de un SiP:
circuitos integrados,
componentes pasivos,
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Si interposer

tecnologias de interconexion 00000000
5. Disefo y fabricacion de SiPs ‘L__ —

(técnicas de disefio, ensamblado

y encapsulado) .
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6. Prueba y verificacion de SiPs

® Del 19/05/2026 al 12/07/2026 (My ) de 17:00h a 20:00h)
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